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文章摘要：

研究了Sn--Zn--Bi钎料的组织、相变及润湿性.在Sn--9Zn二元共晶的基础上
加入质量分数为(2---10)%的Bi，合金结晶过程中形成富Zn的初生相。这导致
合金的结晶温度降低, 也标志着熔点的降低, 但熔程扩大. 在加Bi基础上, 
适当降低Zn的含量则可以缩小熔程, 且熔点无明显变化。Bi的加入明显改善
了Si--Zn系钎料的润湿性, 提高了钎料在Cu基底上的铺展面积,缩短了润湿时
间。钎料中Zn原子向Cu基底的扩散而形成扩散反应层,导致钎料熔体Cu界面能
的下降。因此, 钎料中Zn含量提高, 其在Cu基底上的铺展面积增大, 润湿力
提高。而由于扩散过程需要一定时间,导致润湿时间延长。因此,必须合理控制
Zn的含量以获得铺展性与润湿时间的良好匹配。
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